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Krav til loddede elektriske og elektroniske produkter

1 GENERELT

lll 5 llll 1.1 Omfang Denne standard beskriver materialer, metoder og godkendelseskriterier for produktion af loddede
[l elektriske og elektroniske produkter. Hensigten med denne standard er at anvende og stole pa processtyringsmetodologi
for at sikre ensartede kvalitetsniveauer under produktfremstillingen. Det er ikke standardens hensigt at udelukke nogen
procedure for komponentmontering eller anvendelse af flus og loddemetal til fremstilling af den elektriske forbindelse.

lll 55 Il 1-2 Formdl Denne standard beskriver krav til materialer, processer og godkendelseskrav for fremstilling af loddede
=1l elektriske og elektroniske produkter. For at fi en mere komplet forstaelse for denne standards anbefalinger og krav,
kan den anvendes sammen med IPC-HDBK-001, IPC-AJ-820 og IPC-A-610. Standarder kan blive opdaterede nar som helst,
inklusiv tilfejelse af et amendment. Anvendelse af et amendment eller en nyere revision er ikke automatisk et krav.

1.3 Klassificering Denne standard accepterer, at eclektriske- og elektroniske produkter er underlagt klassificeringer
for det forventede driftsmilje. Slutprodukterne er inddelt i tre generelle klasser, som er fastlagt, sd de afspejler forskelle i
producerbarhed, kompleksitet, krav til funktion og verificeringsfrekvens (inspektion/test). Det ber anerkendes, at der kan vaere
overlap af udstyr mellem klasserne.

Brugeren, se 1.8.13, er ansvarlig for at definere produktklassen. Produktklassen ber vare angivet i indkebsdokumentationen.

KLASSE 1 - Simple elektronikprodukter
Omfatter produkter, som er egnet til anvendelse, hvor det primere krav er det faerdige produkts funktion.

KLASSE 2 - Palidelige elektronikprodukter
Omfatter produkter hvor vedvarende funktion og udvidet holdbarhed er kravet, og hvor kontinuerlig drift er ensket, men ikke
kritisk. Typisk vil driftsmiljeet ikke kunne forarsage fejl.

KLASSE 3 - Elektronikprodukter med hgj palidelighed til barske driftsmiljoer

Omfatter produkter hvor kontinuerlig funktion og hej ydeevne er kritisk, driftstop ikke kan tolereres, slutproduktets driftsmiljo
kan veere usadvanlig barskt, og produktet skal fungere, nar det er kravet. Eksempler herpa er livsvigtigt udstyr eller andre
kritiske produkter.

1.4 Anvendelse af maleenheder Denne standard bruger International System of Units” (SI) i henhold til ASTM SI10, IEEE/
ASTM SI 10, afsnit 3. [Imperial engelske enheder folger i parenteser]. SI enhederne i denne standard er millimeter (mm) [in]
for dimensioner og dimensionelle tolerancer, Celsius (°C) [°F] for temperatur og temperaturtolerancer, gram (g) [0z] for vegt
og lumen (Im) [footcandles] for lysstyrke.

Note: [ denne standard anvendes andre SI prafikser (ASTM SI10, afsnit 3.2) for at eliminere foranstillede nuller (f.eks.
0,0012 mm bliver til 1,2 pm) eller alternativt som potensen af 10 (3,6 x 10> mm bliver til 3,6 m).

1.4.1 Verificering af dimensioner Anvendelse af de aktuelle malinger i dette dokument (dvs. specifik delmontage,
loddefyldningens storrelse og fastsattelse af procenter) er ikke kravet, med mindre de anvendes som reference. For at afgere
om der er overensstemmelse med kravene i denne standard, afrundes alle observerede eller beregnede vaerdier ’til neermeste
enhed”, da det sidste hejre ciffer anvendes til at udtrykke specifikationens graenser i henhold til afrundingsmetode i ASTM
Practice E29. For eksempel er specifikationer pd maksimum 2,5 mm, 2,50 mm eller 2,500 mm omkring den malte verdi
afrundet til henholdsvis 0,1 mm, 0,01 mm eller 0,001 mm og derpé sammenlignet med specifikationens angivne verdi.

1.5 Definition af krav Ordene ”skal” eller ”ma4 ikke” anvendes i teksten overalt i dette dokument, hvor der er et krav til
materialer, bearbejdning, processtyring eller godkendelse af loddeforbindelser.




